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(57)【要約】
　処理システムが、基板の底面を露出させるように、そ
れぞれが基板を支持するように構成された複数のチャッ
クと、連続的な経路に沿って複数のチャックを案内する
ように構成されたトラックと、トラックがそれぞれのチ
ャックを処理装置上で案内するとき、各基板の底面を処
理するように構成され、トラックがそれぞれのチャック
を処理装置上で案内するとき、各基板の底面に接触する
ように配置された流体メニスカスを含む処理装置とを含
む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の底面を露出させるように、前記基板を支持するように構成されたチャックと、
　連続的な経路に沿って前記チャックを案内するように構成されたトラックと、
　前記トラックが前記チャックを処理装置上で案内するとき、前記基板の前記底面を処理
するように構成され、前記トラックが前記チャックを処理装置上で案内するとき、前記基
板の前記底面に接触するように配置された流体メニスカスを含む処理装置とを含む処理シ
ステム。
【請求項２】
　前記経路が水平面上にある、請求項１に記載の処理システム。
【請求項３】
　前記経路が垂直面上にある、請求項１に記載の処理システム。
【請求項４】
　前記システムが複数のチャックを含む、請求項１に記載の処理システム。
【請求項５】
　基板の底面を露出させるように、それぞれが前記基板を支持するように構成された複数
のチャックと、
　連続的な経路に沿って前記複数のチャックを案内するように構成されたコンベヤと、
　前記コンベヤがそれぞれのチャックを処理装置上で案内するとき、各基板の前記底面を
処理するように構成され、前記コンベヤが前記チャックを処理装置上で案内するとき、各
基板の前記底面に接触するように配置された流体メニスカスを含む処理装置とを含む処理
システム。
【請求項６】
　前記チャックの少なくとも２つが横方向に離間され前記経路に沿って同じ場所に配置さ
れた、請求項５に記載の処理システム。
【請求項７】
　前記コンベヤがリンクを含む、請求項５に記載の処理システム。
【請求項８】
　前記チャックの少なくとも２つが共通のリンク上で横方向に配設された、請求項７に記
載の処理システム。
【請求項９】
　前記チャックが多機能ヘッドとともに設けられた、請求項５に記載の処理システム。
【請求項１０】
　前記チャックが平面ヘッドとともに設けられた、請求項５に記載の処理システム。
【請求項１１】
　前記チャックが前記コンベヤに組み込まれた、請求項５に記載の処理システム。
【請求項１２】
　基板を処理する方法であって、
　基板をチャックに取り付けるステップと、
　連続的な経路を形成するトラックに沿って前記チャックを移動させるステップと、
　処理装置が前記基板の露出された底面を前記処理装置の流体メニスカスに接触させるよ
うに、前記基板に前記処理装置上を通過させるステップとを含む方法。
【請求項１３】
　前記通過させるステップが前記基板の前記底面を洗浄するステップを含む、請求項１２
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記通過させるステップが前記基板の前記底面をリンスするステップを含む、請求項１
２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記通過させるステップが前記基板の前記底面を乾燥させるステップを含む、請求項１
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２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本願は、２００８年２月２２日に出願された米国特許仮出願第６１／０６６，８０２号
の優先権を主張し、参照によってその全体を明示的に本願に援用する。
【０００２】
　本開示は一般に、複数の基板の底に向いた表面を、多様な構造または機構によって上方
から保持しながら、流体媒体に露出させる装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多様な材料の基板を湿式処理する(例えば、エッチング)多様な機械、デバイスがあるが
、特に強い化学溶液で、多数の基板の片面湿式処理を短時間で行う能力には欠けている。
「高スループット機械」は、例えば1時間あたり数百から数千の多数の基板の処理ができ
るものである。
【０００４】
　多くの高スループット機械は、処理中、基板をローラーによって湿式槽へと給送し、移
動させる。そのような方法で処理された基板は一般に、溶液中に完全に含浸され、したが
ってそのようなシステムの処理能力は、基板の両面の湿式処理に制限される。
【０００５】
　基板がローラーまたは機能的に均等なデバイス上を動くようになっている場合、基板の
上面が蒸気に露出され、したがって、やはりそのようなシステムの処理能力は制限される
。蒸気による上面への損傷の防止は、レジストなど、何らかの形の保護を必要とする。こ
れらの層を追加することによって、そのような装置による基板の処理にステップおよび費
用が追加される。これに関して、これらの追加の層およびステップの必要性をなくすこと
によって、基板ごとの費用を削減することが望ましいことがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第７，１２２，１２６号明細書
【特許文献２】米国特許出願第１１／６０３，５７１号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の例示的な実施形態では、処理システムが、基板の底面を露出させるように、そ
れぞれが基板を支持するように構成された複数のチャックと、連続的な経路に沿って複数
のチャックを案内するように構成されたトラックと、トラックがそれぞれのチャックを処
理装置上で案内するとき、各基板の底面を処理する処理装置とを含む。処理装置は、トラ
ックがそれぞれのチャックを処理装置上で案内するとき、各基板の底面に接触するように
配置された流体メニスカスを含むことができる。経路は、例えば水平面上または垂直面上
に置くことができる。
【０００８】
　本発明の別の例示的な実施形態では、処理システムが、基板の底面を露出させるように
、基板を支持するように構成されたチャックと、連続的な経路に沿ってチャックを案内す
るように構成されたトラックと、トラックがチャックを処理装置上で案内するとき、基板
の底面を処理するように構成され、トラックがチャックを処理装置上で案内するとき、基
板の底面に接触するように配置された流体メニスカスを含む処理装置とを含む。経路は、
例えば水平面上または垂直面上に置くことができる。システムは、複数のチャックを含む
ことができる。
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【０００９】
　本発明の別の例示的な実施形態では、処理システムが、基板の底面を露出させるように
、それぞれが基板を支持するように構成された複数のチャックと、連続的な経路に沿って
複数のチャックを案内するコンベヤと、コンベヤがそれぞれのチャックを処理装置上で案
内するとき、各基板の底面を処理する処理装置とを含む。処理装置は、コンベヤがチャッ
クを処理装置上で案内するとき、各基板の底面に接触するように配置された流体メニスカ
スを含むことができる。チャックの少なくとも2つを、横方向に離間し経路に沿って同じ
場所に配置することができる。コンベヤは、例えば連接するリンクなど、複数のリンクを
含むことができる。チャックの少なくとも2つを、共通のリンク上で横方向に配設ことが
できる。チャックは、多機能ヘッドおよび/または平面ヘッドとともに設けることができ
る。チャックは、コンベヤに組み込むことができる。
【００１０】
　本発明の別の例示的な実施形態では、基板を処理する方法が、複数の基板を複数のチャ
ックに取り付けるステップと、連続的な経路を形成するトラックに沿ってチャックを移動
させるステップと、処理装置が基板の露出された底面を処理するように、基板に処理装置
上を通過させるステップとを含む。処理装置は、通過させるステップ中、基板の底面に接
触させるように配置された流体メニスカスを含むことができる。通過させるステップは、
基板の底面をエッチングし、基板の底面を洗浄し、基板の底面をリンスし、および/また
は基板の底面を乾燥させるステップまたは他の適切な形態の基板の処理を含むことができ
る。
【００１１】
　本発明の別の例示的な実施形態では、基板を処理する方法が、基板をチャックに取り付
けるステップと、連続的な経路を形成するトラックに沿ってチャックを移動させるステッ
プと、処理装置が基板の露出された底面を処理装置の流体メニスカスに接触させるように
、基板に処理装置上を通過させるステップとを含む。通過させるステップは、基板の底面
をエッチングし、基板の底面を洗浄し、基板の底面をリンスし、および/または基板の底
面を乾燥させるステップまたは他の適切な形態の基板の処理を含むことができる。
【００１２】
　本発明の例示的な実施形態では、処理装置は、上面を蒸気または液体によって湿らせ、
または汚染することなく、基板の底に向いた表面のみを露出させる。さらに、装置は、1
時間あたり多数の基板を処理することができ、このようにして多くの基板を一度に処理す
ることができる。
【００１３】
　チャックまたはチャックの列を使用して、基板の非処理面に媒体が接触しないようにし
ながら、ウエハの底面を接触させまたは露出させるように、とりわけ、処理媒体、液体、
気体、スプレーに露出させるように、基板を上方から保持することができる。
【００１４】
　基板の片面を処理する能力は本発明に特有の特徴であるが、基板は、機械によって基板
を「反転」させ、第2の面を処理させることによって、両面を処理することもできる。反
転は、ツール内、トラック、ロード/アンロード位置、および他の適切な場所で行うこと
ができる。
【００１５】
　さらに、本発明の主題の機械は、複数の面を処理するように、より複雑な処理、複数の
化学品の使用を行うため、または多様な他の適切な目的のために、他の同様の特徴、並列
(平行)、直列(連続)、またはそれらの組合せとともに配置することもできる。
【００１６】
　処理ステップまたはステーションは、室温または他の簡便な温度で、他の液体および気
体、ならびに、とりわけ実質的にあらゆる化学品、溶液、水、ポリマーで基板の表面を処
理するための、位置およびデバイスを含むことができる。そのような処理は、とりわけ、
エッチング、応力緩和、溶解、リンス、洗浄、乾燥、表面被覆、または前記基板の表面で
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の多様な効果の製造、または堆積、またはそのような被覆の成長のためのものとすること
ができる。
【００１７】
　例示的なデバイスの1つの目的は、太陽電池などの基板、ガラス、または非処理面を流
体媒体に接触させないようにしながら適切な種類の処理を行うために下面を露出させる、
あらゆる種類のデバイスウエハを保持することである。この装置はそれ自体で、または多
様なシステム、ツール、または他のデバイスに組み込んで、有用である。特に、参照によ
ってその全体を明示的に本願に援用する特許文献１に記載された装置と併せると有用であ
る可能性がある。
【００１８】
　本発明の他の特徴および利点は、好ましい実施形態の以下のより詳細な説明を、本発明
の原理を例を使用して示す添付の図面と併せて読むと、明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の例示的な実施形態による処理システムである。
【図２】本発明の第２の例示的な実施形態による処理システムである。
【図３】本発明の第３の例示的な実施形態による処理システムである。
【図４】本発明の第４の例示的な実施形態による処理システムである。
【図５】本発明の例示的な実施形態による処理装置である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の例示的な実施形態は、湿式処理中、基板を保持する複数のチャックの形態を取
ることができる。チャックは、基板の保持の他に、基板の回転および／または乾燥など、
多様な機能を実施することができる。また、チャックは、例えばリンス、乾燥、スクラブ
、被覆デバイス、またはとりわけ被覆ステーションに、基板を露出し、または呈示するこ
とができる。チャックは、多様なタイプのものとし、とりわけ真空、静電帯電、および機
械的など多様な機構によって、基板を保持することができる。
【００２１】
　この特定の用途では、本発明の主題は、チャックを垂直または水平トラック、複数のト
ラック、「コンベヤ」上、「巡回回転」、またはそれらの組合せで配置することよって、
複数の基板を同時に処理できることである。本発明の他の例示的な実施形態では、前記複
数のチャックの他の多くの配置があることが理解されよう。
【００２２】
　図１を参照すると、例示的なシステム１は、複数のチャック１１を有するトラック１０
を含む。トラック１０は複数のチャックを有するが、単一のチャックを含む、どのような
数のチャックを設けることもできることが理解されよう。トラック１０は、チャック１１
を、処理流体の「液体メニスカス」１２上で移動させる。チャック１１は、基板１８をピ
ックアップすることができ、基板を適切な機構によって、または人的介入によって、シス
テム内の様々な可能な場所でチャックへと移送することができる。複数のチャックまたは
「ヘッド」は、協調して、または独立して、動作することができる。複数のヘッドおよび
液体メニスカスは、本明細書に記載されたシステムが複数の「実質的な」湿式処理ツール
として動作するように、動的に構成することができる。システムは、処理要件に応じて、
連続して、平行して、または連続および平行の組合せで動作する単一のツールとして動作
することもできる。
【００２３】
　トラックは、複数のヘッドを、常に処理面または地面の水平面に平行な経路１３に沿っ
て移動させるように配置することができる。この実施形態は、同じ装置で、様々な処理、
ステップ、または流体を連続して、平行して、またはそれらの組合せで使用することを可
能にするのに特に有用である。
【００２４】
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　図２を参照すると、第２の例示的なシステム２は、ヘッド２１を経路２３に沿って移動
させるように配置されたトラック２０を含み、その一部分のみがヘッド２１を流体メニス
カス２２上で担持し、他の部分は上向きの向き２４のチャックでヘッドの後面（すなわち
、基板２８が保持されている面）を担持する。この例示的な実施形態は、処理容量を高め
るために複数のトラックセットを可能にする際に特に有用となることができ、または単一
のツールまたはシステムに並列して組み込むことができる。
【００２５】
　図１のシステムの経路１３は全体が水平面にあり、経路２３は全体が垂直面にあるが、
経路１３、２３は、どのような適切な面、面の組合せ、および／またはより複雑な２次元
または３次元経路に置くこともできることが理解されよう。
【００２６】
　図３および４の例示的なシステム３および４を参照すると、複数のヘッド３０、４０を
、コンベヤ面３１、４１に配置することができ、１つまたは複数のヘッドが基板を同時に
ピックアップし、処理し、運ぶことができるようになっている。コンベヤは、ヘッド３０
、４０および基板３８、４８を流体メニスカス３３、４３上へと移動させ、とりわけ、ロ
ード、アンロード、リンスおよび乾燥など他の所望の位置を通る、経路３２、４２に沿っ
て動く。流体メニスカスまたはメニスカスは、すべての流体の給送、混合、および排出機
能を取り扱う「湿式モジュール」３４、４４内部に置くことができる。
【００２７】
　図３を参照すると、コンベヤの表面は複数の連接されたリンク３５からなる。各リンク
は、並列された複数のヘッドを有することができ、多くのリンクがあいまってコンベヤを
構成する。コンベヤは多様な方法で実現することができ、その一例には、液体メニスカス
３３、４３および湿式モジュール３４、４４周辺および上で経路３６、４６に担持するも
のがある。
【００２８】
　トラックおよびコンベヤ部品の、例えば「リンクされた」構造を使用しない、または全
体的に異なるレイアウト、構造、材料、形状、幅、長さ、高さ、およびサイズのものなど
、多くの様々な実施形態が可能であり、すべてが本発明の例示的な実施形態として本明細
書に企図されていることが理解されよう。
【００２９】
　１つのそのような実施形態では、参照によってその全体を明示的に本願に援用し、一般
にヘッド自体に多様な機能が組み込まれた非平面のヘッドである、DEVICE AND METHOD FO
R HOLDING A SUBSTRATEという名称の特許文献２に記載されているヘッドおよびチャック
を使用する。図４を参照すると、コンベヤ装置４０に多機能ヘッドおよびチャックが取り
付けられている。図３を参照すると、同様のトラック装置３０に平面ヘッドが取り付けら
れている。本明細書に記載されたヘッドおよびチャックは、そのような保持を行う２つの
異なる保持機構に過ぎないが、本発明から逸脱することなく、多様な別の実施形態が企図
されている。ヘッドおよびチャックの選択は、所望の実施の詳細に依存する。本発明の他
の実施形態では、基板の様々な保持の方法を使用することができることが理解されよう。
【００３０】
　図５を参照すると、処理装置５が図示されている。処理装置５は、例えば、本明細書に
記載されたいずれかの実施形態を備えることができる。基板ヘッド６０は、基板５８（例
えば、上記の基板１８、２８、３８、および４８）を、処理装置５上で経路６５に沿って
保持し、案内する。この例示的な実施形態では、処理のために使用される処理流体５３が
、流体チャンネル５２へと連続的に補給されている。これは、開ループシステムまたは閉
ループシステムを使用して達成することができる（すなわち、使用される流体５３が１回
通過後に廃棄され、または何らかの形態の処理を行って、または行わずに、流体チャンネ
ルへと戻すように再利用される）。流体５３の化学的性質は、そのような通過中に調整す
ることができ、または調整することができない。同様に、流体５３の温度、または他の特
性は、そのような通過中に調整することができ、または調整することができない。そのよ
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うな選択は、とりわけ、環境的、経済的、処理上の問題、スループット、および均一性な
ど、多様な態様に依存し得る。再循環処理の一部として、または基板５８を通過中にそれ
を超えるオーバーフローとして、正常運転中に、オーバーフローした流体５７を、廃棄、
再利用、流体５３の新しいバッチとの組合せによる補給、および流体チャンネル５２への
再注入など、さらに処理することができるように、流体チャンネル５２内の流体５３をオ
ーバーフローチャンネル５４内へとオーバーフローすることができる。収集された流体５
３は、蓄積し、廃棄し、または再循環させることができる。例示的な実施形態では、オー
バーフローチャンネル５４を、目的の経路に沿って液体５３の輸送を補助するように真空
化しているが、重力のみ、真空－重力の組合せ、化学反応、または静電気力、またはそれ
らの組合せによって補助されるオーバーフローを含む、他の配置とすることもできる。と
りわけ、様々な液体の除去、蓄積、給送、閉じ込め、および管理の実行など、システムの
液体を取り扱う態様について、いくつかの構成が企図されていることが理解されよう。同
様に、本発明の例示的な実施形態では、液体またはオーバーフローチャンネルの、いずれ
か１つの不在、一部または全体を含む、構成、サイズ、形状または他の特色について、他
の形状、配置、または実施形態を設けることもできる。同様に、複数またはどのような数
の同じチャンネルまたはモジュールを含む、どのような構成も設けることができる。図５
に示す例示的な実施形態では、流体５３が基板５８の上面へと這い上がり、または移動す
ることを防ぐことを助ける、基板５８とヘッド６０との間の隙間６１を通る気体の流れを
使用することができる。
【００３１】
　基板５８は、１回通過あたり複数の液体メニスカス５６（例えば、上記のメニスカス１
２、２２、３３、または４３）に露出させることができることが理解されよう。使用され
る液体モジュール５９の数は、とりわけ、所望の処理速度、スループット、基板の形状な
ど、多様な要因に依存し得る。本発明の実施形態では、多くの変形形態および組合せが企
図されており、提供することができることが理解されよう。
【００３２】
　図５に示す処理装置１は、多くの可能な構成の１つの例に過ぎない。どのような適切な
処理装置を提供することもできることが理解されよう。例えば、米国特許第７，１２２，
１２６号に記載された構成のいずれかを、本発明の実施形態で提供することができる。
【００３３】
　本発明は、好ましい実施形態では多くの考えられる用途が可能であるが、基板または複
数の基板を片面式に保持し、湿式処理する効果的な方法を可能にすることに関して、従来
のシステムに対して大幅な改善を提供する（すなわち、非処理面を湿式媒体または何らか
の顕著な蒸気に露出させない）。これは、処理面がしばしば腐食性の液体に露出される湿
式処理用途では、特に重要となり得る。このような環境下では、非処理面を液体に露出さ
せないことが不可欠である。
【００３４】
　先行技術水準の出願では、そのような配置が必要とされている。特に、参照によってそ
の全体を明示的に本願に援用する特許文献１に記載されている湿式処理装置および方法は
、本発明から大いに利益を受けるであろう。下向き面配置を必要とする他の処理も同様の
方法で利益を受けるであろう。
【００３５】
　本発明の目的はまた、市場経済または用途条件により、１時間あたり多数の基板を処理
する必要性があることから、基板の処理に有利に使用することができる。
【００３６】
　本発明の様々な実施形態は、１時間あたり数百から数千の基板の湿式処理を行うことが
可能である。本発明の主題が可能にする高度平行処理装置、ならびに片面式能力は、先行
技術水準に対して優れた経済的および技術的利点を構成する。
【００３７】
　特に本発明の主題から利益を受ける技術分野は、太陽電池の製造に関するものである。



(8) JP 2011-518426 A 2011.6.23

10

20

30

40

50

前記デバイスの製造には、１時間１機械あたり数千のウエハの処理が必要である。この技
術分野はまた、片面式処理を必要とする。１つのそのような処理ステップは電池基板の片
面の「テクスチャリング」または粗面化である。本発明の主題を使用するとき、基板を化
学品に露出させる特定の様式は、特有のテクスチャリング能力、および従来技術の方法で
は得られる可能性の低い、最終的な表面特徴に対する制御を可能にする。本発明の主題の
片面式高スループット装置の利用可能性によって、他の処理ステップも利益を受ける。本
発明の主題の装置を利用することによって、前記製造の費用を削減し、前記電池の品質お
よび効率を改善することができる。どちらも、経済的に実行可能な化石燃料の代替策とし
て、太陽エネルギーが広く受け入れられるためには不可欠な要因である。
【００３８】
　本発明の主題の装置によって処理される材料は、全固体および半固体、ならびに本発明
のどのような配置によっても保持することができるどのような他の材料、複合体、集合体
、または材料形態とすることもでき、したがってそれらもすべて本発明の主題である。
【００３９】
　上記の目的および形態もすべて、本発明の主題として企図されている。多くの実施形態
、変形形態および組合せが想定され得るが、それらも同様に本発明の主題である。いくつ
かのそのような関連実施形態および変形形態は、次の通りである。（ａ）適用することの
できる用途またはタスクに関わらず、本発明の実施形態、変形形態、および代替実施形態
；（ｂ）適切な材料または材料の組合せから構成される本発明の実施形態；（ｃ）適切な
製造工程または工程の順序から構成される本発明の実施形態；（ｄ）本明細書に図示およ
び説明されたサイズに加えて、あらゆる形状、サイズ、およびタイプの、チャックおよび
ヘッドなどの保持デバイスを備えた本発明の実施形態；（ｅ）本明細書に記載されたもの
と異なる位置および／または異なる配置または組合せで１つまたは複数の基板に接触する
本発明の実施形態；（ｆ）異なる形状、部品数、チャックおよびヘッドの数、およびそれ
自体および／またはその部品の異なる形状を有する、本発明の実施形態；（ｇ）異なる形
状、様式、材料、形状または形態であるが、実質的に同じ目的で形成された、本発明の実
施形態；（ｈ）異なる形状、様式、材料、形状または形態であるが、実質的に同じ運転原
理で形成された、本発明の実施形態；（ｉ）全く移動しない場合も含み、本明細書に記載
されたものと異なるパターンまたは様式で移動する、部品または保持デバイスを有する本
発明の実施形態；（ｊ）チャック全体が回転し、並進し、上方および／または下方へ移動
し、またはこれらの動作の一部または全部を含む組合せである動作を実施するとき、ヘッ
ドまたはチャックのそれぞれがスピンリンス、乾燥、スキャン、保持の機能の一部または
全部を実施し、またはどれも実施しない、本発明の実施形態；（ｋ）トラックまたはコン
ベヤが本明細書に記載されたものと異なる方法で形成されている本発明の実施形態；（ｌ
）トラックまたはコンベヤが、全く動作しない場合も含み、本明細書に記載されたものと
異なる経路、様式、または方向で移動する本発明の実施形態；（ｍ）トラックまたはコン
ベヤがセグメントまたはリンクから構成される本発明の実施形態；（ｎ）トラックまたは
コンベヤがセグメントまたはリンクから構成されない本発明の実施形態；（ｏ）本発明の
実施形態の主題が基板を保持し、または処理する、他の処理を実施するようにより大きい
サブシステムまたは装置に組み込まれた本発明の実施形態；（ｐ）独立型のデバイスとし
て使用される本発明の実施形態；（ｑ）保持デバイスがトラックまたはコンベヤの一部で
あり、またはトラックまたはコンベヤに埋め込まれた本発明の実施形態；および（ｒ）本
明細書に明示的に記載されていない他の用途で使用される本発明の実施形態。
【００４０】
　当業者には容易に理解されるように、本発明の他の変形および修正、ならびにその様々
な態様の実施が存在し、本発明は本明細書に記載された特定の実施形態に制限されないこ
とが理解されよう。上記で説明した特徴および実施形態は、様々な方法で組み合わせるこ
とができる。したがって、本明細書で開示され、特許請求された基本的原理の範囲内であ
る修正、変形、組合せ、または均等物のいずれかまたは全部が対象であることが企図され
ている。
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【符号の説明】
【００４１】
　　１　システム
　　２　システム
　　３　システム
　　４　システム
　　５　処理装置
　　１０　トラック
　　１１　チャック
　　１２　液体メニスカス
　　１３　経路
　　１８　基板
　　２０　トラック
　　２１　ヘッド
　　２２　流体メニスカス
　　２３　経路
　　２４　上向きの向き
　　２８　基板
　　３０　ヘッド
　　３１　コンベヤ面
　　３２　経路
　　３３　流体メニスカス
　　３４　湿式モジュール
　　３５　リンク
　　３６　経路
　　３８　基板
　　４０　ヘッド
　　４１　コンベヤ面
　　４２　経路
　　４３　流体メニスカス
　　４４　湿式モジュール
　　４６　経路
　　４８　基板
　　５２　流体チャンネル
　　５３　処理流体
　　５４　オーバーフローチャンネル
　　５６　流体メニスカス
　　５７　オーバーフローした流体
　　５８　基板
　　５９　液体モジュール
　　６０　ヘッド
　　６１　隙間
　　６５　経路
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【国際調査報告】
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